
综合产品目录充实的贴装整线阵容

■元件贴装速度：90,000CPH（最佳条件）
■元件尺寸：0402 ～□33.5 ㎜
■基板尺寸：L基板：410×360 ㎜ / XL 基板 :610×560 ㎜
■贴片头的规格：激光贴装头×4个(6 吸嘴 )
■元件贴装种类：最多 240 种（换算成 8mm 带 ( 使用电动双轨带式供料器时 )）

■元件贴装速度：23,500CPH 芯片（激光识别/最佳条件）
　　　　　　 　  9,000CPH　IC（图像识别/使用MNVC选购件时使）
■元件尺寸：0402～□33.5㎜
■基板尺寸：M基板：330×250㎜ / L基板：410×360㎜
■贴片头的规格：激光贴装头×1个(6吸嘴)

■元件贴装速度：20,900CPH 芯片（激光识别/最佳条件）
    　　　　　   9,470CPH　IC（图像识别/使用MNVC）
■元件尺寸：0402～□74㎜ / 50×150㎜
■基板尺寸：M基板：330×250㎜ / L基板：410×360㎜
■贴片头的规格：激光贴装头×1个(6吸嘴)+带CDS的IC贴片头1个(1吸嘴)

高速模块式贴片机

High Speed, High Quality,High Productivity

高速贴片机

高速通用贴片机

～工厂整体生产效率的革新性提高～
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极小元件的贴装可采用此款机型

大型元件等通用元件的贴装可采用此款机型

ＭＮＶＣ
标准配置

Innovative production efficiency improvement in your entire factory.



◎搭载有可以实现高速・高精度判定的“清晰图像捕捉系统”。

◎通过「模板模式」和「编辑模式」的选择，简单操作即可实现高精度检查。

◎通过无机器间差异，实现了程序的互换性

可以广泛应用于各种检查工程的在线型高速高精度基板检查机
■基板尺寸：
    单轨道传送（RV-1）：50㎜×50㎜-510㎜×590㎜
　　    　　　　　　 630㎜×590㎜（长尺寸基板）※1

　    　　　　（RV-2）：50㎜×50㎜-410㎜×360㎜
　　　    　　   　　630㎜×360㎜（长尺寸基板）※1　
             (RV-2-3D):50mm×50㎜-410㎜×300㎜
　　　　　　　　　　　　50㎜×50㎜-630㎜×300㎜（长尺寸基板）

※1

　
    双轨道传送※2(RV-1):50㎜×50㎜-510㎜×300㎜
■检查分辨率：15μm（标准分辨率）/10μm（高分辨率）

※3

■视野：30.0×30.0㎜、20.0×20.0㎜
※1

※1 选件

※2 只有 RV-1 对应

※3 工厂出货时可以选择

基板检查机 (SPI/AOI）

高速检查

0.14秒
※

※每个画面

RV-1 RV-2

3维基板外观检查机

RV-2-3D

NGOK

※ＲＶ-２-３Ｄ ※ＲＶ-２-３Ｄ

依据对应元件 ,识别位置可变化的新搭载贴片头部单元

■元件贴装速度：42,000CPH（最佳条件）
■元件尺寸：公制0201(英制：008004）*1～□74mm/50×150㎜
■基板尺寸 :650×370㎜(1 缓冲时 )
　                 360×370㎜(3 缓冲时 )

◎依据对应元件 ,识别位置可变化的新搭载贴片头部单元
◎最佳搭载速度 42,000CPH

*3
实现高速搭载

◎最佳的线体平衡实现最高的生产量
◎小型・轻量・薄型化的 RF Feeder 实现高精度搭载
◎广范围元件的对应力

3D检查画像
※

包焊 铅浮动开关

独特的爬锡检查算法*

・3D形状比较新技术
・更容易高精度检查可能
・无需复杂的设定 锡膏部抽出

３Ｄ形状抽出

３Ｄ形状比較

专利申请中

高速智能模块式贴片机 

飞跃的速度同时具备高的泛用性。
所以最先进的一体化贴片机                                    
无需更换头部单元可实现最佳生产量。

电解铝电容等

激光装置

部品高 12mm 动作

背部高度

激光装置

部品高 25mm 动作

极小元件

激光装置

部品高 1mm 动作

贴片速度

42,000CPH*

*最佳条件

*1 对应时期请咨询原厂
*2 标准
*3 最佳条件

RS-1 website

■外形尺寸 (W×D×H)*2：1,500ｘ1,810ｘ1,440 ㎜

■外形尺寸 (W×D×H)
RV-1：940ｘ1,975ｘ1,530 ㎜
RV-2/RV-2-3D：940ｘ1,276ｘ1,530 ㎜

～工厂整体生产效率的革新性提高～
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广范围元件的对应力



■元件贴装速度：32,000CPH 芯片（激光识别 /最佳条件）
■元件尺寸：0603（英制 0201）芯片～33.5mm方形元件
■基板尺寸：1次搬送：650×360㎜
　　　　　 2 次搬送：1,200×360㎜
　　　　　 3 次搬送：1,500×360㎜※1

■吸嘴贴装头：激光贴装头×1个（6个吸嘴）

可广泛对应包括 LED 的关联产品在内的各种生产产品
通过高速化和对应能力的提高，
实现了进一步技术进化的 JX-350 问世

可对应业界最大尺寸 1,500mm 的长尺寸基板的生产
※

最大可实现直径 25mm 大型元件的高速贴装。

※1选件
※2传送高度为 900ｍｍ时。
※3选择 1500mm 基板对应时的宽度为 2,520mm。

■基板尺寸：50㎜×50㎜-610㎜×510㎜
■印刷速度=6秒+印刷时间
■重复定位精度：±10μm（6σ）

重复定位
精度

±10μm搭载新开发的移动钢网，
高速高精度印刷机

◎RP-1，搭载了能够主动附合基板位置的独立结构“移动网板”。

◎610mm×510mm的基板实现±10μm(6σ)的重复定位精度及6秒＋印刷时间的高速印刷。

◎另外还准备了『高速清洁单元』和『锡膏自动供给机』可供选择。

锡膏印刷机

長基板高速貼片机

1次传送最大贴装 6个元件

采用交互吸着

1次传送贴装 6个元件 采用螺丝式吸嘴进行识别长尺寸基板的贴装

650mm
1,200mm

1,500mm
650mm

第一次贴装范围

传送方向

第二次贴装范围

第二次贴装范围 第一次贴装范围第三次贴装范围

◎精巧设计宽度988mm。

◎备有球形吸嘴头。

◎标准配有并列双头构造和双轨传送实现了高生产性贴装。

行星贴装头的技术实现了高速、高品质的贴装 广泛的元件对应能力

998mm

■元件贴装速度：75,000CPH(最佳条件)
■元件尺寸：03015～□5㎜
　　　　　 0603（英制 0201）～□25㎜
■基板尺寸：

  ・单轨道传送
    50×50～510×450㎜※3

　・双轨道传送
　  50×50～510×250㎜※3

■贴片头的规格
　・P16×P16 吸嘴贴装头
　・P16×P8 吸嘴贴装头
　・P8×P8 吸嘴贴装头

※1　P16 吸嘴贴片头

※2　P8 吸嘴贴片头

※3　长尺寸基板模式时

※4  P16 吸嘴贴片头×P8 吸嘴贴片头

※5　有关细节请另行询问。

※1

※2

实现高速贴装极小元件的芯片贴装机

双头并列构造 P16吸嘴贴装头 ：

最适合于贴装极小元件

P8吸嘴贴装头 ：

最适合于贴装从极小元件到

□25mm的元件

高速模块贴片机

□25□5
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从 03015 芯片到
□5mm 均能对应
（P16 吸嘴贴装头）

从 0603 芯片到
□25mm 均能对应
P8 吸嘴贴装头

P16 吸嘴贴装头的
贴装范围

P8 吸嘴贴装头的贴装范围

高密度

对应极小

03015
芯片元件

※1※5

元件贴装速度

75,000
CPH

※4

（最佳条件）

元件贴装速度

32,000
CPH

（最佳条件）

◎贴片速度 52,000CPH（最佳条件）
※1

。与既有机型相比提高 24%。
◎精巧设计宽度 1,250mm。
◎可对应双轨道生产

※5

。

■元件贴装速度 ：52,000CPH（最佳条件/ 芯片）※1

　　　　　　　  14,000CPH（IC）※2

■元件尺寸 ：0402(英制01005）～□50㎜※3

　　　     0402(英制01005）～□100㎜ / 50×180㎜※4

■基板尺寸：
　・单轨道传送
　　　　50×50～610×590 / 905×590㎜（2次传送）
　・双轨道传送※5

　　　　50×50～360×250㎜ / 360×450㎜（单轨道传送）
■贴片头的规格：6×6 吸嘴贴装头
　　　　 　　 6×3 吸嘴贴装头※5

1,250mm

高速模块贴片机

可以适应于贴装多种多样元件贴装的通用贴片机

※1　RX-6R
※2　RX-6R/RX-6B 6 吸嘴贴片头
※3　RX-6B 6 吸嘴贴片头
※4　RX-6R/RX-6B 3 吸嘴贴片头
※5  只对应RX-6B 

元件贴装速度

52,000
CPH

※1

（最佳条件）

广泛的元件对应能力

■外形尺寸 (W×D×H)
　・P16×P16 吸嘴贴装头：998ｘ1,895ｘ1,530 ㎜
　・P16×P8 吸嘴贴装头：998ｘ1,895ｘ1,530 ㎜
　・P8×P8 吸嘴贴装头：998ｘ1,895ｘ1,530 ㎜

■外形尺寸 (W×D×H)：1,310ｘ1,470ｘ1,530㎜

■外形尺寸 (W×D×H)：1,250ｘ2,095ｘ1,440㎜

■外形尺寸 (W×D×H)※2※3：1,920ｘ1,580ｘ1,500㎜

高
性
能

高密度

□50

RX-6B 3 个吸嘴贴片头的贴装范围

RX-6B 6 吸嘴贴片头的贴装范围

RX-6R 的贴装范围



智能仓储管理系统

■还可以对应于大型卷件。
■可以对应直径为7英寸宽度为8mm～16mm、直径为13/15英寸宽度
  为8mm～最大到72mm的卷件。
■与JEDEC（电子工程设计发展联合协会）托盘组合也可以保管。
■用湿度管理模块可以将内部湿度保持在5%以下

可自动供给・储存贴装元件

与贴片机连动使用，实现了生产效率的提高。

NEW

ISM3600专用盒15英寸盒子

对应各种各样的供给形态

大型带式元件

7英寸双卷盒子 15英寸盒子

大型托盘元件

7英寸盒子

带式元件 散装元件 托盘元件切下元件

7英寸　微型盒  (8mm宽) 15英寸 中型盒
15英寸 微型盒
(8/16mm宽)

精巧･高效能･通用挿件机

DIMM

部分图片

使用新开发的图象识别技术，正确识别引脚前端，实现准确插入。
DIMM，PCI，大型排插等多 PIN 元件也可以实现高速高精度插入。

利用激光识别元件引脚最前端，实现无误插入

手插工程自动化，实现省人化和品质提高。

识别元件 识别结果
（引脚）

识别结果
（主体）

图像识别

侧面 上面

大型排插

DFFP 单元

激光识别 图像识别

贴装统合系统软件 Intelligent Feeder System

和ISM的系
统联合

部品誤装着防止

・防止元件误装
・随意安装供料器
・外部准备功能*
・MSD*

追溯整线管理

・供料器保养履历管理

保养管理 设备监控机能

・外部输出
（设备运转/生产信息）
・MES联合

・出库指示
・部品残数管理

・生产中的程序监控
・整线生产程序作成
・整线生产程序下载
・整线的最优化
・群最优化
・模拟

・数据库管理
（检索、统计、数据输出*）

・DB服务器式数据共享功能
・车间内设备信息管理
・生产程序管理

数据管理 *

元件入库

自动仓库

贴装工程 后工序
组装・
捆包工序

完成品出库维护

元件仓库

*I仅IFS-NX 对应

*JaNets 的追溯性只有
数据输出

线外配料区域

*对应时间请联络我们

供料器配置不再为一个程序使用而是多个程序共用同一配置，故品种切换时省去了供料器交换。

Flexline CAD 是一套可生成各种 CAD 系统数据，可将其他制造商贴片机输出的文本数据文件
转换成 JUKI 格式文件的数据转换系统。可注册用户各自定义的转换格式。

■Flexline CAD

■群控最优化

データ作成機能 选购件

若是RFID/CAN通信
CAN

开始生产时，防止在更换生产中用完的元件时所容易造成的上料出
错。用连锁功能禁止完成核对之前开始生产，防止生产不良基板。

部品誤装着防止

开始生产时，防止在更换生产中用完的元件时所
容易造成的上料出错。用连锁功能禁止完成核对
之前开始生产，防止生产不良基板。

■外形尺寸 (W×D×H)
　JM-10：1,445ｘ1,295ｘ1,460㎜
　JM-20：1,500ｘ1,667ｘ1,560㎜(L基板の場合)

■外形尺寸 (W×D×H)
ISM3600：2,520X1,450X2，400㎜
ISM2000：2,700ｘ1,660ｘ2,410㎜
ISM1100：1,950ｘ940ｘ2,220㎜
ISM500：1,770ｘ800ｘ2,220㎜


